
특징

①인두 내열성 폴리 이미드 필름을 기재로 한 내열 테이프

②글라스･반도체에 찐이 거의 없이 우수합니다。（171）

③경박리성(171)、강점착성（172、174）의 그레이드가 있습니다

용도 171 C-MOS 카메라 모듈용 글라스、C－MOS의 마스킹 테이프

175 C-MOS 카메라 모듈용 글라스、C－MOS의 마스킹 테이프

172 리드 프레임（임시）고정 테이프　 (중점착）

174 리드 프레임（임시）고정 테이프　（강점착）

구조

특성

일반특성

측정조건 인장속도 300mm/min

（ＪＩＳ　Ｚ0237준거） 인장각도 180도 접합 후、24시간 이후 측정 값

측정온도 23℃ 피착체 스텐레스 판

#1 Coating Technology in The World

Molecule Gradient Layer (MGL)
TM Technology

170 시리즈

KGK
Kyodo  Giken  Kagaku

내열 이미드 기재 마스킹・반도체 칩 고정용 테이프

이형처리 PET필름

실리콘 점착층

기재（폴리이미드 필름）

제품명 (기재두께) 인장강도 신율 절연파괴전압

（mm) （MPa) (％) (KV/mm)

171 0.050 310 80 18

175 0.025 340 60 9

172 0.025 340 60 9

174 0.050 310 80 18

시험조건 C2318 C2318 C2318

제품명 (두께) (기재두께) 점착력

（mm) （mm) (Ｎ／25mm)

171 0.065 0.050 0.1

175 0.040 0.025 0.2

172 0.040 0.025 3

174 0.065 0.050 5

KX174(개발품) 0.050 0.025 8



【171・175계】
(1)찐 남는 성질-1

171 일반 이미드 테이프

조건

글라스에 붙인 후、250℃ 1분 방치

취출 후、실온 30분 공냉。→　테이프를 박리、글라스 면을 관찰

(1)찐 남는 성질-2

90℃X１ｈｒ 150℃X１ｈｒ

조건

스텐레스 면에 붙인 후、상기 조건으로 방치

취출 후、실온 30분 공냉。→　테이프를 박리、스텐레스 면을 관찰

(2)내약품성

ｐＨ＝２의 산성용액（H2SO4 수용액） 중에 １분간 침전시킴。

【시험 전】 【시험 후】

글라스・반도체・회로 에칭용 내열 마스킹

200℃X１ｈｒ



내산성이 좋음。

마스킹 공정의 응용 예

C MOS 형성

와이어 본딩 마스킹 테이프 박리

수지 몰딩

리플로워 공정

【172・174계】
IC 패키지 성형 시 고정 테이프

(1)CMOS形成

(2)ワイヤーボンディング

(3)樹脂モールド（樹脂封止）　：CSP

(4)マスキングテープ貼り

リフロー工程

(1)IC 칩과 고정용 테이프 준비

(2)IC칩에 고정용 테이프를 접합

고정 테이프【172  174】

IC 칩



품번 선정

점착 약함 강함

찐 남음 없음 다소있음

171 172 174기재두께：

기재두께：25μ 175 KX174

에칭 마스킹
용도

CMOS 마스킹 도장 마스킹 고정

(3)주변회로 본딩

(4)수지 몰딩

(5)테이프 박리

(6)절단・패키징 화



사용 상의 주의

●기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다。

　　단、제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다。

　　따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다。

　　사용 전에 이 제품이 사용용도・환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다。

●상기 측정은 실온（23℃）하에서 진행된 데이터입니다。저온（5℃이하）의 경우 점착력은 급격히 저하 될 수 있습니다。

보관주의
●반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오。

●보관장소는 직사광선이 닿지않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오。

　특히 고온고습 하의(온도30℃이상　습도50%이상 금지）상태에 방치하지 말아 주십시오。
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